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WQB 4000SOPS - BGA/QFP Riparazione e Rilavora
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WQB 4000SOPS — Campi di applicazione

1. Componenti con giunti di saldatura non a vista

A guesto gruppo appartengono la famiglia dei BGA - Ball

Grid Array come PBGA, CBGA, CCGA, CSPo Micro BGA e
componenti con sviluppo recente di struttura quali QFN,

LLC e dispositivi LLP.

Ogniuno di questi componenti richiede precisi

posizionamenti e accurati profili termici al fine di ass icurare
riprese affidabili.

2. Componenti con giunti di saldatura a vista

A questo gruppo appartengono i componenti L-leaded

(QFP), J-leaded (PLCC) e | componenti SOP. Questi
dispositivi sono dotati di numerosi piedini di collegament 0
anche con passo particolarmente ridotto (Fine pitch) e
necessitano di delicate manipolazioni durante il ciclo di
posizionamento al fine di evitare danneggiamenti alla
piedinatura.

3. Moduli speciali
Questa famiglia prevede vari tipi di connettori SMT e
dispositivi a foro passante come Pin Grid Arrays (PGA)




WQB 4000SOPS — Principali componenti |
e 1. Unita Base (struttura di

e | metallo)
2.

Testa saldante/dissaldante
(riscaldamento superiore)

3. 2-zone di pre-
G riscaldamento
(riscaldamento inferiore)

4. Testa ottica (Split Optic)
con

Camera digitale 2 Mpix
CMOS-USB2.0

Guida micrometrica X -, Y -
e theta

Supporto per circuliti
con regolazione
micrometrica

Asse — X motorizzato

Asse — Z motorizzato per
un processo di
posizionamento semi-
automatico

9. Tre possibili connessioni
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WQB 4000SOPS - Riscaldamento superiore con s
brevettato

Il sistema di ugelli brevettato da Weller® per la WQB uni  ta di rilavorazione, -
consente per mezzo di un sistema digitale di controllo del le temperature e H Jl

dei flussi, un apporto omogeneo per convezione della tem peratura al

componente. Questo consente di riprodurre | parametri di lavoro del

processo di rifusione in forno.

. Vuoto per il prelievo _ o
Consente il prelievo automatico del componente a fine di ssaldatura.

. Scarico gas esausto

. Struttura Ugello _
Il sistema sfrutta il fenomeno di “effetto barchetta” dura nte la s & a
saldatura dei BGA, poiche non vi e contatto tra ugello e c omponente. m— .. SR

. Piastra calda o _ [ e N A
La piastra interna all'ugello consente una distribuzione uniforme del s saaas 1273
calore nello stesso, cosi come consente un uniforme risc aldamento a1 i 51 hsam
del componente per mezzo dell'irradiamento superiore g enerato dal b7 00 e e
gas caldo. b i s n e

- Circuito stampato e — —

. Componente BGA L e e ot

. Ventosa _ _ _ Car na o
Il contatto con il componente avviene esclusivamente dur  ante la s e oo o
dissaldatura. bar s L

. Sensore di temperatura N _ o bt sanm g
Grazie al posizionamento del sensore quanto piu possib  ile vicino al bt e e
componente, si rileva la temperatura effettiva nei giunt i di saldatura, b e axin i
permettendo cosi un diretto controllo al fine di preveni re a1 477 4 T+ :
danneggiamenti termici. o — —

. Anello per montaggio/smontaggio ugello s . v

Per una facile manipolazione degli ugelli & previsto un a pposito
utensile.



WQB 4000SOPS - Ciclo di rilavorazione

1. Rimozione del componente difettoso
(dissaldatura)
Per raggiungere correttamente il punto di
massima rifusione della lega saldante, e
necessario avere la capacita di preriscaldare
in modo omogeneo il circuito stampato e di
ottenere con precisione il totale controllo del
processo temperatura/tempo.
Il vuoto si attuera automaticamente alla fine
del processo di rifusione per prelevare |l
componente dal circuito, con una forza
adeguata, al fine di evitare danneggiamenti
al circuito stampato (piazzole).

2. Pulizia del circuito stampato
| residui di lega saldante possono essere
tolti utilizzando un dissaldatore o una treccia
dissaldante.
| residui contaminanti devono essere invece
eliminati con appositi solventi spray
(deflussanti).




WQB 4000SOPS CIC|O di rilavorazione

Posizionamento del nuovo componente

Per depositare correttamente |
componenti con connessioni “non a
vista”, € necessario un sistema di
posizionamento preciso; Weller® di
conseguenza offre un sitema a camera
digitale con controllo PC-monitor, il
guale e particolarmente utile per
un’ampia gamma di componenti; dai
BGA fino agli SMT fine Pitch.

4. Saldatura del nuovo componente

La rifusione del componente sostituito, e
la ripetizione di quanto fatto per la
rimozione ad accezione del vuoto che
non si attivera alla fine della rifusione. Al
fine di potere operare su tutti |
componenti BGA é disponibile un’ampia
gamma di ugelli a gas caldo. Per operare
su componenti QFP e PLCC e possibile
usare gli ugelli del tipo NQ/ND (per WHA
900-3000), usando un apposito
adattatore.




WQB 4000SOPS — Ciclo di posizionamento

1. Dimensione componente 3. Allineamento
& Asse x
asse theta
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WQB 4000SOPS - Ciclo di rilavorazione semi-au

Component Pos. Soldering Pos. Placement Pos.



WQB 4000SOPS - Funzioni gestite dal Mouse-Zoom

Click sinistro = Zoom
in

Fattore Zoom
* regolabile

Dall
a

6.0 volte

Click destro= Zoom
1:1

¥



WQB 4000SOPS — Sviluppo dei profili termici

La ripetibilita dei risultati si puo
ottenere solo se si realizza un
ciclo termico che tenga in
considerazione tutti i parametri
direttamente coinvolti nella
rilavorazione.

La funzione “Self Teach” della

WQB 4000 offre un veloce e

facile metodo per trovare tutti |

parametri di processo, senza il

bisogno da parte dell’'operatore

di una approfondita esperienza / ﬁ
specifica. Durante il processo di \?f
dissaldatura “in sicurezza”, si N
determinera il profilo piu adatto

alla risaldatura.



WQB 4000SOPS - summario delle principali cara
prodotto

Ampie possibilita di applicazioni
PBGA, CBGA, CCGA, CSP’s, Micro nBGA, QFN, LLC, LLP, QFP, PLCC, SOP and PGA

Split Optic System (WYSIWYG W hat You See Is What You Get-Quello che vedi e quello
che hai)

Unico systema sul mercato con veloce e facile ricalibraz ione del modulo ottico
Nuova camera digitale CMOS con connessione USB2.0
Motorizzazione X- e z-assi
Prelievo automatico componente
Posizionamento automatico del componente

Ciclo di rilavorazione semi-automatico

Canali di applicazione: Utilizzato ri:
Telefonia mobile riparazione Motorola, Nokia, Sony, LG...
Rilavorazione Generale BGA/QFP  Asus, MSI, Sony, Samsung...
Ricerca e Sviluppo Rhode & Schwarz...



